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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

ポリアミドは、機械強度、耐熱性、ガスバリア性などに優れ、このTダイキャスト
フィル ムは耐摩耗性、耐屈曲性に優れることから耐ピンホール性が良好である 。
このためポリ アミドフィルムは、特に強度やガスバリア性が要求される食品包装分
野を中心に幅広く 使用されている。しかし、近年、環境意識の高まりから薄膜化に
よる使用量の削減や、 フードロス削減のための高バリア性が求められるようになっ
ており、加工面での高性能 化が期待されている。ここでは、ポリアミド系樹脂を用
いた超多層押出成形により、強 度等のフィルム物性が変化するか検討を行う。 

実験
Experimental

ポリアミド12及びポリアミド12エラストマーを単軸20 mm phi、25 mm phiの押
出機に供 給し、マルチプライヤ金型を用いて分割、積層し、Tダイから210℃にて
厚み50～150μm にてフィルムを作製した。始めに513層金型とし、その後、金型
構成を33層に変更し、層 比の異なる2種類のサンプルを取得。それぞれの層構成に
対し、押出装置の回転数を調整 することで各層厚みも変更した。

結果と考察
Results and Discussion

33層、513層ともにフィルムの成形が可能であった。取得したサンプルは、33層
（押出機 ①20rpm、押出機②20rpm）、33層（押出機①10rpm、押出
機②20rpm）、513層（押出機① 20rpm、押出機②20rpm）、513層（押出
機①10rpm、押出機②20rpm）であった。拡大観察 にて層構造を確認できたが、
層数・層厚の確認は不可であった。今回使用した樹脂に関 しては、従来使用してい
る樹脂に比べて、溶融粘度が低く、ネックインとドローダウン が大きくなって成形
が難しいと予測していたが、フィルムキャステングは可能であった 。これが2つの
樹脂を組み合わせたことによるのか、超多層化したことによるのかは分か っていな
い。 
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